
生産拠点国を記入

・ソニー(株) ・(株)デンソー □ 可 ■ 否
・三菱電機(株)

 □ 原価低減  ■ 品質/性能向上

 □ 質量低減  □ 安全/環境対策 ・半導体、電子部品
 ■ 生産（作業）性向上  □ その他（　　　　　　　　）

・プロセスノード実績：30nm → 7nm対応 ・対応キャパ拡大

  最先端半導体プロセスに対応した解析技術 　来年度には24時間体制を構築見込み

・原子レベルの観察が可能 ・半導体分野への依存度が高い

  微細化に伴う高精度解析を実現し、工程改善に貢献 　材料分野など半導体以外への対応を拡大中
・自動化によるTAT短縮、開発期間を大幅に短縮

 □部品　□素材/材料　□設備/装置　□金型/治工具　□ｼｽﾃﾑ/ｿﾌﾄｳｴｱ　■その他（受託サービス）
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提案名

自動加工・昼夜体制で高精度な解析を実現(FIB/TEM)
工法 新規性

解析 既存技術改良

会社名
(株)デンケン

所在地

大分県杵築市守江1300番地

連絡先  URL     ：https://www.dkn.co.jp/

 部署名 ：エレクトロニクス事業部　営業企画課  Ｔel No. ：0566-95-2170

 担当名 ：内藤　彩花  E-mail  ：saika.naito@dkn.co.jp

□ アイデア, □ 試作/実験, □ 開発完了, ■ 製品化完了（採用：■実績有, □予定有, □予定無） 無

主要取引先 海外対応

<< 提案内容 >>

提案の狙い 適用可能な製品/分野

従来 新技術・新工法

ｾｰﾙｽﾎﾟｲﾝﾄ（製造可能な精度/材質等） 問題点（課題）と対応方法

開発進度 　（　　2025年　10　月　現在） パテント有無

30％向上
従来との比較

項目 コスト 質量 生産/作業性 その他（　　性能性　　）

数値割合 - - 30％向上

展示No
区分

＜TEM装置スペック＞

最新FIB装置を導入 さらに

TEM観察にて微細プロセスへの対応が可能に

観察視認性が圧倒的に向上 → 加工精度向上

高精度加工ができることにより、TEMにて微細プロセスの観察が可能に

装置稼働率向上

87.5％
精度向上

プロセスノード

実績：30nm→7nm

FIB自動加工
試料加工の自動化

により、加工工数低減

対応キャパ拡大

顧客間での

レシピ共有が可能

TEM自動観察
選択した参照画像から

対象を自動検出する

対応キャパUP

30％
装置稼働率向上

30％

Sample ：FinFET 拡大

区分

プロセスノード実績：30nmまでの対応

半導体の微細化により、ナノレベルの観察できないと

最先端半導体プロセスへの解析対応が厳しい。

2kVSEM画像 helios5HX

視認性の向上

微細プロセスの観察が可能

5 nm


